
N o t a t k a

dla Pierwszego Zastępcy
Ministra.doc« dr M.

w sprawie przygotowania materiałów na konf 
4-ch krajów /EH1, ZSKR, HED, CSRę/ dla 
przy opracowaniu maszyny matematycznej III-cie

W załączeniu przekazuję do wiadomości 
materiały opracowane w miesiącu wrześniu br., 
b§dą odpowiednio wykorzystane na organizowanej w 
październiku lub listopadzie br* konferencji 
krajów. Inicjatorem powyższej konferencji jest 
/rozmowy Kierownictwa MPC tj. Ministra 
stra Keha z Kierownictwem Ministerstwa 
niki NBD oraz wysłane w lipcu br, 
do Wzięcia udziału w powyższej konferencji 
tekstem w załączeniu, rozmowy Zastępcy Przewodnicząc 
mgr inż. J. Metery,z tow. Czermakiem z NED/.

Załączone materiały opracowała grupa redakcyjna pod 
kierownictwem /skład grupy: J. Knysz. H. Chyrek z PEETO, J. 
dowski z IMM oraz M.Wajcen ze Zjednoczenia "MERA"/* Matl̂ iaiy 
powyższe oparte zostały na materiałach źródłowych, opracowanyc] 
przez 3 grupy robocze, które zajmowały się następującą problema
tyką:
- systemy maszyn 3-ciej generacji,
- urządzenia zewnętrzne do maszyn 3-ciej generacji,
- elementy i zespoły elektroniczne stosowane w maszynach 
3-ciej generacji.

Keha

Zespół Elektroniki i Telekomunikacji
.'zS-8//Wy^/67
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Załączone materiały są następujące; .
1. Projekt instrukcji dla delegacji polskiej, która powinna 

wziąć udział w międzynarodowej konferencji specjalistów.; '
2. Informacja o poziomie organizacji, oprogramowania i tech

niki maszyn 3-ciej generacji w krajach kapitalistycznych. 
Powyższa informacja ma być wysłana do krajów,'które wezmą . 
udział w konferencj-i.

3. Informacja o stanie prac i dalszych kierunkach rozwojowych 
w Polsce w zakresie poziomu organizacji, oprogramowania i 
techniki elektronicznych maszyn cyfrowych /załącznik Nr 1; 
do instrukcji/. Powyższa informacja ma "być podstawą do . 
wzajemnej wymiany informacji w toku konferencji.

4. Wnioski strony polskiej dotyczące form i zakresu współ
pracy.

Wymienione materiały powinny być przedmiotem rozważań 
i ew. akceptacji na konferencji w MPC pod przewodnictwem 
Wiceministra Z. Keha przy udziale Zastępcy Przewodniczącego 
KNiT mgr inż. J. Metery oraz prof. St; Kielana:

Termin konferencji nie jest jeszcze ściśle ustalony, 
propozycje ZSEE zmierzają do przesunięcia terminu konferencji 
na 2-gą,połowę listopada br lub jeszcze później. Podobna jest 
propozycja HBD.

Podając powyższe informacja, jako wstępnie opracowa
ne materiały, uprzejmie proszę o uwagi oraz o zwrot do ZS-8 
po zapoznaniu się z nimi.

Plik załączników



Z A T W I E R D Z A M
'k ty ty h  't  Iotyci*-

I n s t r u k c j a
dla delegacji polskiej biorącej udział w konferencji 
specjalistów 3-ch krajów: NRD, CSRS, PRL zorganizowa- 
nej w Polsce dla okręćlenia współpracy tych krajów 
przy opracowaniu perspektywicznego programu rozwoju 
maszyn matematycznych III-ciej generacji.

1« Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 
od •••«•••••••••••••••• do

2« Skład delegacji:
Przewodniczący:
Mgr inż« Tadeusz Podgórski - Dyrektor Naczelny Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury 
Pomiarowej "MERA"«
Członkowie:
1« mgr inż* J. Khysz 
2« mgr inż« H. Chyrek

3« Dos* dr R« Marczyński 
4« mgr inż. J. Gradowski 

5. mgr inż« V. Piwoński

6o mgr inż* T. Żemła

7« mgr Z* Dmytruk
8» mgr inż« M« Wajcen 
9o mgr inż* £• Bilski

- Komitet Nauki i Techniki
- Biuro Pełnomocnika Rządu 
d/s Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej

- Centrum Obliczeniowe 
Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Maszyn Matema
tycznych

- Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Tele
technicznego

- Zakłady Mechaniki Precy- 
zyjnej "Błonie"

- Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
- P U P
- WZE "ELWRO"
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3« Przedmiotem konferencji będzie:
3.1* Wymiana poglądów na temat przyszłościowych syste

mów maszyn III-ciej generacji z uwzględnieniem mo
żliwości unifikacji tych maszyn*

3o20 Kierunki rozwoju urządzeń zewnętrznych dla maszyn 
III-ciej generacji wraz z wstępnym przedyskutowa
niem wymagań na te urządzenia*

3»3. Omówienie podstawowych elementów, z których mają 
być zbudowane maszyny III-ciej generacji / np* 
mikroukłady scalone, cienkowarstwowe hybrydowe, 
elementy pamięciowe i inne /»

4* Celem konferencji jest:
4*1* Przedyskutowanie zakresu współpracy pomiędzy

3-ma krajami przy opracowaniu systemu maszyn 
III-ciej generacji i wysunięcie wniosków do
tyczących tego zakresu*

4*2* Przedyskutowanie zakresu współpracy przy opraco
waniu konstrukcji i opanowaniu produkcji urządzeń 
zewnętrznych i wysunięcie wnisoków w tym zakresie*

4*3« Przedyskutowanie zakresu współpracy przy opanowa
niu technologii wytwarzania elementów i technolo
gii ieh montażu w maszynach III-ciej generacji oraz 
w opracowaniu i wykonaniu urządzeń technologicznych
i odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej jak 
też wysunięcie odpowiednich wniosków*

Wnioski w powyższym zakresie mogą mieć na obecnym eta
pie tylko charakter organizacyjno-techniczny*

5« Delegacja jest upoważniona do złożenia informacji o 
stanie prac krajowych i przyjętych kierunkach rozwo
jowych w zakresie tematyki objętej przedmiotem konfe



rencji / wg. p*3* / w przypadku, gdy strony biorące 
udział w konferencji uczynią to samo* Zakres infor
macji, który może przedstawić delegacja w toku kon
ferencji podany jest w załączniku Kr 1 do instrukcji*

6* Po potwierdzeniu w toku dyskusji stopnia zaintereso
wania i zakresu współpracy krajów biorących udział w 
konferencji w wyżej przedstawionej tematyce delegacja 
upoważniona jest do przedstawienia wniosków w tej spra
wie zgodnie z tekstem objętym załącznikiem Nr 2.

7« Konferencja z udziałem 3-ch krajów ma mieć charakter 
wstępny*
Materiały i postanowienia z niniejszej konferencji zo
staną przedstawione jako informacja Związkowi Radzieckie
mu z propozycją włączenia się do dalszych prae*

- 3 -

Warszawa, dnia



dla delegacji polskiej biorącej udział w konferencji 
specjalistów 4*011 krajów: NBD, CSRS, ZSRR, PRL zorga
nizowanej w Polsce dla określenia współpracy tych kra
jów przy opracowaniu perspektywicznego programu rozwo
ju maszyn matematycznych III-ciej generacji*

1• Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 
od ............. do ......... .

2« Skład delegacji:

Przewodniczący:
Mgr inż. Tadeusz Podgórski - Dyrektor Naczelny 
Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury 
Pomiarowej "MERA".
Członkowie:
1* mgr inżo J. Khysz - Komitet Nauki i Techniki

3* Doco dr R* Mar czy liski - Centrum ObliczeniowePolskiej Akademii Nauk
4« mgr inż* <J9 Gradowski - Instytut Maszyn Matema

tyczny eh

2* mgr inż» H. Chyrek - Biuro Pełnomocnika Rządu 
d/s Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

3« mgr inż* V* Piwoński - Zjednoczenie Przemysłu 
Elektronicznego i Tele
technicznego

6* mgr in&* T* Żemła - Zakłady Mechaniki Pre
cyzyjnej "Błonie"

7* mgr Z* Dmytruk

& . syj+pr, iax jg£ bfcytUA-

I

- Ministerstwo Przemysłu
Ciężkiego



Przedmiotem konferencji będzie:
3*1 o Wymiana poglądów na temat przyszłościowych syste

mów maszyn III-ciej generacji z uwzględnieniem
możliwości unifikacji tych maszyn.

3*2* Kierunki rozwoju urządzeń zewnętrznych dla maszyn 
III-ciej generacji wraz z wstępnym przedyskuto
waniem wymagań na te urządzenia*

3o3o Oaówienie podstawowych elementów, z których mają 
być zbudowane maszyny III-ciej generacji / np* 
mikroukłady scalone, cienkowarstwowe hybrydowe, 
elementy pamięciowe i inne /•

Celem konferencji jest:
4.1 • Przedyskutowanie zakresu współpracy pomiędzy

4-ma krajami przy opracowaniu systemu maszyn 
III-ciej generacji i wysunięcie wniosków doty
czących tego zakresu.

4*2* Przedyskutowanie zakresu współpracy przy opraco
waniu konstrukcji i opanowaniu produkcji urządzeń 
zewnętrznych i wysunięcie wniosków w tym zakresie*

4*3* Przedyskutowanie zakresu współpracy przy opano
waniu technologii wytwarzania elementów i techno
logii ich montażu w maszynach Ill-ciej generacji 
oraz w opracowaniu i wykonaniu urządzeń technolo
gicznych i odpowiedniej aparatury kontrolno-po- 
miarowej jak też wysunięcie odpowiednich wnio
sków*

Wnioski w powyższym zakresie mogą mieć na obecnym
etapie tylko charakter organizacyjno-techniczny*

Delegacja jest upoważniona do złożenia informacji o
stanie prac krajowych i przyjętych kierunkach rozwo
jowych w zakresie tematyki objętej przedmiotem konfe-



rencji / wg* p*3* / w przypadku,gdy strony biorące 
udział w konferencji uczynią to samo« Zakres infor
macji, który może przedstawić delegacja w toku kon
ferencji podany jest w załączniku Nr 1 do instrukcji«

• Po potwierdzeniu w toku dyskusji stopnia zainteresowa
nia i zakresu współpracy krajów biorących udział w kon
ferencji w wyżej przedstawionej tematyce delegacja upo
ważniona jest do przedstawienia wniosków w tej sprawie 
zgodnie z tekstem objętym załącznikiem Nr 2«

Warszawa, dnia



Informacja • poziomie organizacji, oprogramowani a i techniki maszyn III-eioj cmraMji v krajach
_____łmiia\irtvmsu&_______________________

*« «faaaa&ł*
2% Przedmiotem Informacji jest:

mf właściwości organizacyjne systemu one
b/ Parametry szybkości /czas dodawania , cykl pani«ol operacyjnej,
o/ Zakres oprogramowania maszyn

2^H Ola Ilustracji osiągniętego obecnie staw w produkcji 
elektronicznych maszpn cyfrowych zestawiono niże& 
przykładowo paraaotry dwóch typów: maszyn: 
firmy Control Bata Corporation COC 6800 firny Boroughs 
8 8500*

COC 6800 B 8500
Czas dodawania psek ®.ł 0,2
Cykl parnięoi paek 0,25 0,5 aa A słowa
LŁozba akumulatorów 8 13
Pojemność pnalooi operacyjnej w tys.słów 32 • 131JT 16-362
Rozmiar słowa W bitach 60 48

2.2. fibpdlenosiilo budowane systemy maszyn charakteryzują 
się następującymi cechami organlzaoyjaymi:
1. Systemy stumówią lim* maszyn jodaollcle progra

mowanych przynajmniej wzwyż.
2. Systemy posiadają zdolność do parne a torowani a w 

czasie pracy wieloprogramowej 1 pracy w czasie 
rzeczywisty.

3. Praca włeloprogramowa systemu jest zabezpieczona 
przez
a. system pranrwon
to* ooiimaę pamięci
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c. dynamiczną relokację programów w oparcia • 
adresy bazowe

t* czasomierz /często zogar czasu rzeczywistego/.
4. Możliwo éé pracy systemu w  układach «le lomoszynowyeb
5* HBttisirfć jednoczesnej pracy wielu ursądse4 zewnętrz» n̂Oiti
6. Date pojemność pamięci głó«ttej/do 256 k słów 1004 

k/znaków
T* struktura lBftmaojl wewnętrznej s słowa i. pola zmiennej 

długości.
8, Arytoetyka binarna v stałe i zmienno przecinkowa oraz arytmetyka dziesiętna. ^
fi Podział systemu na M e  części: hardware 1 software,

•3. w zakresie opr ngr— nwnwla maszyn w świacie uznano obecnie 
Jato minimum:

« Translatory języków wyższych jak Algol, Vertrage, Cobol 
/ w przygotowaniu PU/

• Systemy operacyjne 41« wielu konfiguracji
• Biblioteki programów numerycznych 1 dla potrzeb administracyjnych
• Programy zagospodarowania nośników Informacji 1 wyto- rzywtania urządzeń zewętrznyoh

Przedmiotem informacji są:
S$ Pamięci zewnętrzne maszyn cyfrowych
2. Urządzenia zewnętrzne 1 peryferyjne naezyn cyfrowych 

dla wprowadzenia, wyprowadzenia 1 przygotowania infer* 
macjl.

111 AlctJMŁllw fasejsrtM dSt*Łte»»i
Pamięci zewnętrzne maszyn 1X1 generacji metoa podzielić 
na następuj «oc grupy:

• pamięci taśmowe,
• pamięci bębnowe 1 dyskowe,
- pamięci na kartach magnetycznych.

Załączona tabela'*ilustruje szczytowe osiągnięcia kwiato
we w zakresie wymienionych pamięci, które stanowią 
podstawowe wyposażeni© takloh maszyn XIX gneraoji jak; 
IBS Systen/300, acA-spectra 70, Bsneywell Serles 200,
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T n »  r l i j
Pamięci sn>«tnM maszyn Batraatyesajreb Ill-ciej 

f i W l I f

system Nazwa pamięci Pe^e- imnoééznaków/byte/ X 104

Frfdknáéprzesyłaniaznaków/sok.

Csnsdostępumeek
Gęstośćzapisuznakóweml ew.bitów/
oal

Uwagi

IBM 
*7- , stets/ 340

talmowa sería 2400 ■eiele 1,2,3 modele 4,8,4 hypertaáma
dyskowa 2311,¿314 wymienne 2302 me«. 3
■ M i mSfir
bębnowa73202301

T,2S,2
112

400
0,83
4

170000
18 188000 

188000

85000
134000
H.Zmtl

max,138 
rnnx« 180

max.600 
ár.8,4

80018801811
1U0
1088

HoneywellSeries200

taśmowa '“Seria öÖ4B

258,259 wymienne241,242 4.58,1
»,150.34

4800 de 88000

t9 208333 188888»0
ir* 07 max. 125

208,888800

M A  Spec, tx« TO
tná— i757432744244S
dyskowa T0/564 wy~ 
■leans 7,25

30000 d 120000

188000

80000
210000

1

max.138 

ár.1.8

800

1118

780

produkcji 
wg licen ej* IBM

kartowało/Stt-11
bębnowa70/&6Ö-12-13

1000
6. TB.

nulls Sie tri Lee H  
Bureen System «

1 taśmowa » IllOfllU
1,56

T,2!
1000

30000 4
80000 yprod, w] 144800
80000

0
y max* 14

200,88800
1 ‘R-OcLri&lü ffnc

ijpewyiej A 60000 
1 mechan, jpred. Potter ̂'Prc?cii*kc¿i{ MCA 70/( 568~*i

i dyskowa 
4425 wymion, kartowa 
4410
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Układy scalone monolityczne,
3*1» Aktiinla? _ stan t8Chnikiś*iatowejiten:;enc}i rozwojowej«,

.'ktualnie w skali listowej największą pod wzglj-le» 
warto 'ci globalnej rodukcji układów scalonych > row ra
dzą v kolejności trasy firmy amerykańskie :Fairchild, 
Texas Instrument i Motorola.jo szczytowych, po wagi „.dem 
technicznym osiągnięć należą serie okładów cyfrowych 
firmy Texas Instrument - 54 /wojskowa / i 74 /przemy
słowa/ ora* serie firmy Fairchild pod nazwą micrologic.
Najbardziej ; erspektywicznym kierunkiem są monolityczne 
układy krzemowe o strukturze planarnej «Ten rodzaj 
konstrukcji pozwala w miar*; doskonalenia technologii 
i zwiększenia precyzji fotolitografii na znaczne roz
szerzenie skali integracji* Obecnie produkowane są seryj
ne monolityczne układy zawierające do 100 bramek, a la-
. . . .  . , , . . . . A aru+rhamet-rboratoryjnie uzyskeno już na jednej płytce asortyment
zawierający ponad 1000 bramek.
Wzrost skali integracji daje zwiększanie miniaturyzacji, 
zmniejszenie kosztów na funkcję oraz zwiększenie niezawoć 
noćci urządzeń*
Układy monolityczne planarne zapewniają « produkcji 
masowej najmniejsze koszty wytwarzania, mniejsze niż 
układy montowane z elementów indywidualnych i układy 
hybrydowe* Przy produkcji na mniejszą skal$ proporcje
kosztów mogą ulec zmianie na korzyćć układów hybrydo
wych«

¿*2. Zestawienie tematyki g&fotnej,. w zakresie układów_
n monolityęzayeb.

1* Określenie typoszeregu układów monolitycznych 
2• Opracowanie metody projektowania UM 
3« Opracowanie technologii UM 
4* Opracowanie miernictwa technologicznego 
5« Opracowanie metod badania UM 
6« Uruchomienie serii prototypowej UM 
7« Uruchomienie serii próbnej Oli 
8* Uruchomienie produkcji seryjnej UM

-/
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Opracowani« technologii układów monolitycznych wymaga 
rozviązania szeregu zagadnie*., a w szczególności :
1* Opracowani« i wykenenie nietypowej aparatury pomiarowej 

do badani funkcjonalnych 
2* Opracowani« nietypowej aparatury technolo icznej 
3» Opracowanie a: ara tury i urządzę cl do technologii 

nontaiu
4• Aybrane typy pamięci z natychmiastowy« dostępem.

4»1. iiktualay stan techniki listowej i tendencje rozwojowe
Główny paranetry pamięci operacyjnych systescu 360 firey 
JEM pokazuj« następująca tabela :

1 t 
l!odel mfisz. 1 30 { 40 

i t
50 ‘ 62 *70

i
92

Czas cy
k lu  / ,osek/ } 1,5 ] 2*5 

• i _  t 
i

pojemność J
nominalna i 8192 » 16384

*  j i  l i  

----------- 4 -----------" ł -------
i 5:

65536 i 262144 »2621
i " |

0,75

24288
44 f

ino znacznego postępu prac nad różnego typu nocnikami 
iniorwacji, pamięci z nocnikiem na rdzeniach ferrytowych, 
z j.-rzeznaczeniem ubycie ich jako pamięci główne,stanowią 
w dalszym ciągu podstawową liniv rozwojową tych pamięci.
'la poparcia powyższego stwierdzenia wymienić można duże 
zaawansowanie niektórych firm zachodnich w zakresie opano
wania produkcyjnej technologii wytwarzania rdzeni o średni
cy 0,3 bkx<
X tak firma IB sygnalizuje fakt opracowania laboratoryjnegc 
modelu nami¿ci rdzeniowej o pojemności 819? słów z czasem 
cyklu 110 nsek.
Pozytywne rezultaty w pracy nad zastosowaniem cienkich 
warstw magnetycznych w nocniku pasi&ci operacyjnych uzyska
ła firma Buroughs* Modele D 6500 oraz B 8500 mają już ta
kie pamięci« Czas cyklu pamięci w modelu S 8590 jest rz$du 
600 JSsekund*
Oprócs głównych pamięci operscyjnych niektóre rozwiązanie 
m*c. posiadają pamięci ekstre - ssybkie /secatchpad saeaory/« 
Przykładem jest Spectra 70. Szybkość tej pamięci wynosi 
300 j2sek, pojemno J 128 słów.



V czołowych rozwiązaniach maszyn cyfrowych spotyka się 
takie pamięci stałych /read-only storage/.
Przykładem niech bidzie system 360,którego poszczególne 
modele zawierają pamięci o pojemności rzędu 4096 słów 
60 bitowych o czasie cyklu od 0.25 do 1*0 yusekundy.
4*2, Zestawienie tematyki głównej v zakresie pamigęi 
Na tematykę główną składają się t
1* Pamięć operacyjna "2 /**” t 0 cechach niezależnego modułu,

przeznaczona do"pracy w części centralnej m.c.III genera
cji , jako pamięć główna »Pamięć główna m.c. może składać 
się z jednego lub więcej modułów .
Zasadnicze parametry modułu pamięciowego o określonych 
wymiarach geometrycznych :
- pojemność informacyjna 16384 słów 25-bitowych,
- czas cyklu równy ea 2,0^u sekundy:
- blok nośnika informacji zawiera rdzenie ferrytowe.

2« Pamisd operacyjna "l^ua" , o cechach niezależnego modułu 
przeznaczone do praey w części centralnej maszyny cyfro
wej III generacjiv jako pamięć główna.Pamięć główna m.e» 
może skłsdać się z jednego lub więcej modułów.
Zasadnicze parametry modułu pamięciowego o określonych 
wymiarach geometrycznych!
• pojemność informacyjna 32768 słów 9-bitowych,
- czas cyklu ea l,0yusek,
- blok nośnika informacji zwiera rdzenie ferrytowe.

3. Kkatra-szybka pamięć "o.3 ałs* , o cenach podzespołu, 
spełniająca roi? a/ zbioru operacyjnych rejestrów 
arytmometru, a terowania ,systemu przerwań i innych lub 
b/ paaaięci pomocniczej /slovo meaory /•
V przypadku /a/ pamięć posiada organizację adresową, w 
przypadku /b/ adresową lub asocjacyjną.
Zasadnicze parametry podzespołu pamięciowego:
»pojemność inf owacyjna 128 słów 36-bitowych,
- czas cyklu 300 &sek,
- blok nośnika informacji zawiera cienkowarstwowe elementy 
ty magnetyczne.

-/
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4. framigć stałych
, - cykl is£. 3C)0 ns,
• pojemność 512,1024, 2048 słów,
- długorć słowa 50 bitów .

5* Psmięć masowa_
- cykl 3/̂ a* - lo^a»9
- pojemność 512 k. - lo24 k znaków /9 «bitowych/w jednym 
bloku

ymieniona tematyka główne wymaga rozwiązania następujących 
zagadnień :
1* Bloki nośnika informacji •
2* Rdzenie nośnika informacji
3* Tranzystor przełącznikowy o mocy ca IV - odpowiednik 2N3444.
4. Tranzystor prze łączni-owy o mocy ca o ,3« - odpowiednik 

292369«
5* Tranzystor dla okładów liniowych - odpowiednik ST70.
6« Dioda przełącznikowa o mocy ca 0*5» - odpowiednik 1N4009*
7. -)ioda przełącznikowa o mocy ca 0,5* «odpowiednik 1X4151«
8« Aparatura do kontroli pamięci.
9. Aparatura do kontroli bloków i płatów nośnika.
10. Aparatura do kontroli rdzami nośnika.

5. Złącza wielokontaktowe.
5»1 .„Aktualny stan techniki światowej i tendencje rozwojowe.
1« Ernestość uszkodzeń . Miniaturowe złącze firny Burndy Jorpora 

tion typu MC 35 zastosowane do morskich urządzeń elektronicz 
nych uzyskało częstość uszkodzeń 9»5 x 10“^/ na kontakt 
przy poziomie ufności 90,:, przy czym zakłada się że, w bada
nym okresie nie nastąpiło uszkodzenie żadnego kontaktu/ 
warunki morskie zwiększają częstość uszkodzeń dwukrotnie 
w porównania z warunkami lądowymi/ .

2* jgstoćć kontaktów . Firma Burndy Corporation
złącze UPC3B61P-1 /pośrednie 10 kontakc

m któw /cm2
złącze PSS4D]>20-l/krawędziow«t/ 8 kontaktów /cm krawędzi płytki druk.
firma AKF Incorpor ated
system połączeń stykowych "liECA*40 kontaktów /em2
Firma Jinch Mfg./złącza dla mikromodułów firay Hamilton Standard ,a Diwision ot



United Aircraft Corporation/
20 kontaktów /cm2

Podobne gęstości kontaktów uzyskuje dla swoich złącz 
pośrednich Micro—D i uuble density - D, firma ITT 
Jannon Slektric oraz inne /Amphenol Connector Diviaion/

Kierunki rozwojowe złąez dla urządzeń 12 ikro elektronicz
nych charakteryzują się odejściem od konwencjonalnej fermy 
konstrukcji złącza /miniaturyzacja/» Wprowadza si? złącza 
z kontaktami dociskowymi z zewnątrz/ zwiększenie trwałości 
kontaktów / * firmy Cinch Mfg oraz ITT Caimon Slektric 
oraz zastępuje się sztywną wtyczką, wtyczką elastyczną 
złożoną z kilku cienkich połączonych razem drueików/wzrost 
niezawodności i miniaturyzacja / - Firma New Twist Connecto 
Corporation.
5*2. Zestawienie tematyki główne .i w zakresie złącz wielo- 

.„kont akt owych
1« Opracowanie konstrukcji złącz o parametrach :

Czystość uszkocizerl rzędu lo /kontakt przy poziomie 
ufności 60% gęstość kontaktów dla s

2złącz pośrednich 10 kontaktów /cm
* krawędziowych...... 5 kontaktów/cm krawędzi płytł

2* Opracowanie technologii pokrywania podzespołów stykowycl 
twardym złotem.

3. Opracowanie tworzyw na korpuay o dużej stabilności 
wymiarowej w  szerokim zakresie parametrów klimatycz
nych •

Powyższa tematyka wymaga opracowania kryteriów jakości 
metodyki badania złącz oraz niezbędnej aparatury pomiaro
wej.

1797/zg/RA/8k.



ZMtavi«tti« podzes, ołów dyskretnych i ich paraaotry
T a b e l a  2

i J

Kr. tematu

I

Kama tematu
{ Podstawowa dana elementu konstrukcyjnego
! Zskres } temp.< pracyi »•iit]

Kajwifkssa postulowana wartość współczynnika intensywności uszkodzeń ,
% na 1000 gods. j

Inne dana techniasna

1(
1* ysokostabilne oporniki metaliso- wano

| 0-70
i

L ________ i

, . JL. Ł1 1 n 
0,003

I

i zakres oporności t 1 - lOOk ! tolerancja t ♦ 0,5 i ♦ »  i noc 9.129 ♦ 2* 0 ! współczynnik temperaturowy 0,01%/ 0 ( zmiany po magazynowaniu! 0,3%> wyprowadzenia osiowo
2. Kondensatory o małych pojemnościach 0-70

KiI

¥_  iT -- ^

' 0*0001
1

!

zakres pojemności t 15 ♦ 30 000 pt zakres aapifd znamionowych 10 ♦ 100 V typ » ceramiczne lub inno przystosowane do pracy impulsowej tolerancja !♦ - 1, ± 2, ♦ - 5% Q współczynnik' temperaturowy ¿̂ 0,02% / C zmiana pojemności w czasie I /po 10 000 gods*/ ¿,0,5%
)• Kondensatoryelektrolitycznetantalowe

1

.........

i ■ * 
j 0-70
ftii
1I

r—  — — —  -
| 0,0005
ł1«1ilij j frr-mr«i -i t-t-Tt--—— r • --1

i zakres pojoaności t 10 ♦ 500/Uf i sskres napifó snaaionswych 6r ♦ 90 T | tolcraacjs + 20%| tangena kąta stratności t ¿=0,2 dla C l ^
—■ 0,3 dlaClooiuP { prąd upływu /25 0/ 0,02mm//af / i Żywotność 8po.2 000 god*£w tfcmperaturse 70 C 8miana pojemnością20%

4.

' |

Il.IH 1 (Cii, II. r ntyj

i Tranzystor 1 krzemowy epi- planarny prae- 
» łącznikowy nałej
I «««y ■
[___ ________ ...

Ti
j 0*70

iI

rit
| 0,002
>ii
1i

i”i
1 moc strat ̂  0,3 V; togo typu jak 2» 914 lub 211 2369i!t[

5.
; j

i Transyator 
! krzemowy epi-
planarny prse-1 łącznikowy 
średniej nocy

i
i 0-70fii

1
; 0,002 i i

1
i| moc atrat ^ 3W 
j to &  typu jak 211 3444
ii

6» iransyator 
krzemowy wielkiej 
sooy

r
i
j 0-70

ri i 
0,003

| moc strst ^  50 1 
i tego typu jak BUT 12

7. rioda krzemów a
apiplanarnaprzełącznikowa
0,25 W

1ii
| °*TOI1______ ______j

J nr wmiuiiu Jinrti t- r, j 
|
! 0,001

! "™n * r .....| moc strst 0,29 i  
tego typu jak 11(3600

—

i

loda krzemowaepiplanarao 
i przełącznikowa
! o»3 *

■
t 0-70 I 0,001 1 moc atrat~0,5W 
i i S tego typu jak 1114151

— L  _ . i ............ i________ _____
%/ 01«  s; ecjalnych sastosowad przewiduje alf sakraa temperatury pracy -  53*  O + 125°  O*
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Inforaacia o «tani# prac t dalsrah kierunkach 
roamSemb w Pola»» w aakrt«la pozlaa»i arm- 
BlMBÜt o-proflfnBoaU i techniki elektroni
cznych aasaqra eyftxxcrch«

I# Syste« cagasgn 1H Keneraeil ac feitacl«

3.« P n «M l»t« isftnasjl jests
a/ VlaAcivaéei or gani »ary jne syst mu oac
V  Paraoetry szybkoéci /«nun dodawania# egkl paoiçci operacyjnej/ 
fl/ ¡y u m  oyrogwBWwnli raaszyiay

2« Afreta? ffłrtafinlwto
£*1* 01« ilustracji Mî gBiftegiB obecnie ston « produkcji

elektronicznych maszyn cfrowych l aatanloM «liad  p n | «k la il 
wo parase try dwóch typów na szyn:
férray Control Bata Corporation CSC 68o» ora» firmy Boroughs 
I Ô50O*

t CB6 «tea 1 B d5oo
Czas dodawania yoaak , M • o,2
Cykl paanifaâ yusek 0,25 t o,5 na « *a*Ci*
Liczba akunala tord» i i » 1»
Po jasność jawifri operacyjnej » 
w ty#, płów i 32- *3»\ • 16 * ate
Rozmiar słowa « bitach_______ L. 6o 4*

2.2. Współcześnie tmáOitt» ąystamy maszyn charakteryzują alf 
•aastępującyeii oechawl organizacyjnymi s 
X« Systeay itaaMtią liai«; «88B|b jednolicie progrwwwnyeà 

pnpRjnią} « z wyż#
2* Systocy posiadają zdolność dc sasao sterowania « owda 

pracy wieloprograuaowej i pracy « aiaria naaąyai8t|>* 
3« ftfwsa uielopi’oçraaowa «fstan jest zabezpieczona praw« 

ato system prauurwon 
In  ochron« poai«ai
o* dynamiczną relokację prograaaó« « oparciu » adresy 

basowi
A* czasooierz /często «agar czasu rzeczywistego/.
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4» Możliwość pracy systemu « ugładach wi elomaszynow„ cb*
5* Możliwość jednoczesnej pracy wielu urządzać zewnętrznych«
6« Duża pojemność pamięci głównej /256 k słów loafr k znak©*'«
?« Struktura informacji wewnętrznej słowa i pola zmiennej 

długości*
8« Arytmetyka biieraa* stało i zmienno przecinkowa oras arytmetyka 

dziesiętna.
9« Podział systemu aa dwie części t hardware i software«

2*3* V zakresie oprogramowania siaszyn w świecie uznano obecnie jai» 
minimum:
— Translatory języków wyższych jak Algol, Fortran, Cobol / w przygo

towaniu Al/
— Systeay operacyjne dla wielu konfiguracji
— Biblioteki programów numerycznych i dla potrzafe administracyjnych
— Programy zago podarowania sośników informacji & wykorzystania 

urządzeć zewnętrznych.

3.1« Dla ilustracji parametrów technicznych maszyn polskich zestawiono 
odpowiednio dane dla maszyn Odra 13o4 i ZAK 412 produkowanych lub 
przygotowanych do produkcji w latach 19€?-68.

....— rOdra 13o4 % ZAN 41Z
czas dodawania ̂ tsck 121 i 22
cykl paadęci jsssk € [ I*
Liczba akumulatorów 8 I
Pojemność pamięci operacyj
nej w tys« słów

«
4 - 3 2  i 4 * 3 »

Rozmiar słowa w hitach 24 | 24

3*2« Z pośród wymienionych w punkcie 2*2 cech organizacyjnych aaszyn 
Ul generacji polskie maszyny Odra !3o4 i ZAM 411 posiadają 
następujące cechy :
$%. System posiada zdolność do samo sterowania w czasie pracy 

wieloprogramowej i pracy v csasie rzeczywistym«



*
2* Praca wialoprograaowa ąysteau ¿ast zabezpieczona przez t 

a« ąystea przerwa* 
lié lu ochran# toi »ei

c. dynaaiczaą relokacjf progrwft« ti «parda o adre ay 
baaoao

d* cauwde» /często zapr czasu rzeczy ai stego/ •
5» Ha&lisodd jednoczesnej pracy wielu urządzeń zewnętrznych*
5-* Dato pojennoéó paaiÿol gßx>nm$ /  do 256 kslćw* lojS% k wiliW 
5* Pttdsiał aystaau aa hardware 1 so ft we ro.

5*3» Myaogl oprograaowania podana w punkcie ft*}« ^ h i i  wllrnwUłt 
/wg łaloderi IrmMrtwidceyjnyoW' Odra l3o4 i 2¿K 413*

\\4* a^gajgs&ŁMriyLA ia?5. ra
Polaka aa raatar opracować sy3t«a maszyny wg następującej 
koncepcji t I
V  Syata» M d  nbotpie«n6 możliwość budowabia Iiiararebiczayeh 

systemów nadzorczych / ą rtwi« gjogrwow— la^» służących do kiera*
Mania pracą pograaów starująeyoh i przetwarzających oras «yslaaą 
tjdi programów poalęday uâyt&o wnikam! ąystsaaow*

2/ Masagrny należące do tego systemu auaaą być aaszynaol o rozkazouo 
zmiennej lléelo roikaciti /przy czym ilość i m  roskasów wisom 
być ogmlefloaa /# alfdty innymi a cola zabezpieczenia nakładów 
poniesionych dotychczas przez potencjalnych aśytkownikd« 
przyszłych naszym*

V  Cala linia maszyn należących do systeuu pontana być zbudowana 
a oparcia o jednolitą organisoejf o^2a4 /jednolito listy 
rozkazów/, « różnić si« mogą one rozwiązani<al struktury 
logicznej/«

V  Szybkość dodawania stalop zecinkowego / « przeliczeniu aa liczby 
46-bi$towe / pndaa byś nie aaiojasa »14 t
• S ala dodewad/sek w największych jednostkach*
m 90 tya* dodawad/sak a najmniejszych jednostkach*

5/ Pojeonoáé pamięci operacyjnych t
• dla największych jednostek ö ala hitó**
«• małych jednostek 500 tya« bitów*

6/ Czasy propagneji aa elevant I0-I5 nssk dla największych 
jednostek«
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f/  Jada.Oczesaoäc sU tomdhU  wialoa» ura^dzeniami oyricnB

paprsas deeoa.tralisracJ § c ttrA w a ia « 

fi/ Autonatyczne jadaoatak A j t i ’ W »

o rtakicova aaiannydi t tv g o i« lw k *  V celtt q r ja i l i t t ia  aa leiy  
podkraalifi, ia  przedstawloae aytej cechy poci^gajq M  sofc^ 

n « r * (  wt^njoh ap* j ik t  

mf M t l i v i «  «U a w lB la tu js a e J «,
fe/ sterowanie mtkroprogranow« popraaa panftfot wolay »apis

• Bsybki odcayt /slow writa • fast read S*l/FR/ a m  paraifst 
stala /read «d| • SCfi/*

9/ Iiiaia a u q B  aalai^cydi 4s systamu m a l  bgt wyprz<adzona prsas 
tu* auuay&f »Pilota**» « oparciu • ktfo| aozaa sprawdsie keecepejf 
ayataaa 1 febmi iritiiatowii s sakresu «pnM««al« ejaf  in 
nadzorcsych i ayfeoraystaala ietniej^cego oprograisoaaaia* 0* strony 
techniki poviaiw iuai wiUvett apratwUoßia aargiaasöw
poprawnej pracy przysziych aaszjn systaau*

W  V ut^iiw s 4a amiMy d«  licayä s bardzo powasa^ atoUKt
easy aaatpi cffnuyaht ktin « pnaUesaal« n  kant oparae 
Mia wyBosiö 8s*9* £ cs* bieä^cycb w roku 19?$» Pr«y «PX’aeoiiywaai« 
teehnoljgii & orj^diasji tyek aaszyn t m k a  s&aXo ttaagl$dnia6 
koaaty iah mtwawania«

PaaA— 1 »aswtraw a m  » w if tarta » a w twaa 1 porrfaniaa »Xaktgo- 
alcanach aa«na eyfifflgrit«

AlctaaXm stan u .cto A M g .A M m *.!&K nU ...r*9i*to> m . s sataosl» 
patlaei saaMtmwii » Maaa«
air-fe^aiwy staa tc?cbalczny paatfcft zewn^trsnyeh «  Polace prxadstaala 
ttf n s t ^ ^ e a  s
• ad paoad £ k t  prodakoaawy 3©si aaryjais bfbaa 1*5 /pojeaaoäc 
1 aiiion blt %  crz?stotllwo46 3m  ke/a/«

—  u  utoacaanlu sp, prace aad oodalai parai§ci bfbaowaj PE-6
s thwicad laiaJeiiBjal /p>jaaoä£ 4 railiony bitöa* cstatotUwM 
4oo kc/a/t

— (^rovadsam jast da prodriccji sary^aaj paal?c tateua P*-2 
/ßitaid xaplast 2©o 1 4oo T%q/Sk6* /m iß  ettstotUiiaM Uoao 
i  32ooo affiaSfeßsi 9-Wtaty«! na Sekunde /*

•/1
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Palsaa kierunki roswojowa * sakr «Md* fiil »ci stiwnętrsayck w Polsce 
są aastepujące :
*  K 1968 r* »ostanie opracowana, a w 1969 r. wdrożona do produkcji 

paaięć bębnowa o pojaasości ta «Uiotii bitśw* częstotliwości 
tao la/s 1 układack knawig«! dyskretnych*

«* * 1969 r* sostanie »p y m s i n m , a w l97o r* «ditiwn do produkcji 
pataięć masowa a pojemności 35 milionów bitów, częstotliwości 
f5* ko/a i układach krseaowych dyskretnych,

— « latach J37M3 latoiewM aostaaie opracowanie pamięci dyskowej
o pojaawrfel rafia 9m  riiUntf« u m  po eija w lataik U 7 H 5  
prsewiduje sit «mtMMitsio jaj produkcji«

• n latach 1S(H* sostani* opracowana« a « 1971 *• wdrożona do 
produkcji pani ę6 taśmo;a PT-3/gęstość aapiaa 8oo rządków/cal, 
częstotliwość 96.000 rsądkśw/sak, wkłady krsaaowe dyskretne/, 
spełniająca wymagania standartó* ISO i HWPG*

•• w okresie do 1975 *• praowiduje się kontynuowania prac rozwojowych 
aad nowy« typas paalfsi taśmowej /gęstość zapisu 16ao rządków/ 
oal* asęstetliwośó około 2oo*ooo rządków/sek, a następni« urucho- 
alaaio produkcji tago typu pamięci taśmowej /flM/.

1 . ̂ agMftteŁWf ...W
ufia&saat. jmftMl ifWHrtyągitfe
Obecny atan prac nad urządzeniami aMHtnajal jest następujący t 
1* - aayhkość csytania looo

rządków/sak jaat w mtmdLmt uruchomienia produkcji seryjnej • Pa 
kośca 196? r* będzie wykonana seria informacyjna w ilośai 15 ant» 
W roka 1968 przewidywana jeat produkcja seryjna v ilośai asa sst* 

2* Slyftfl*i.,.łtf»y pirtfrywpi.jb».is,„u - «*»■•* czytania Jo© 
raądków/sek obecnie jaat produkowany seryjnie w przemyśla»

9* Łwl2XSte£-%afimL gaftittftJlj. taP. * * * * * * * perforowania
loo raądfców/sek obecnie jeat « końcowym stadium konstrukcji. 
Wykonania prototyp« prsawiduja aftf da końca bieżącego raka«
• uruchomienie produkcji seryjnej w raka 1968*

A* Drukerka wierszowa • * aparat« o licencję firay ICT a« typ 666
o szybkości drukowania l^a Mail /min nastąpi uruchomienie 
produkcji w rokn 1969 po wykonaniu serii technologicznej a 1968 r* 

5* Cg.vtałfe kart — a szybkości csytania 16ao kart/ain «*- roswaśaay 
jeat wnioaak przemysłu aa sakap licencji#





Podstawowa paraaetry tyoh kondensatorów «
Mkrts tenperatury pracy • 6» O  ♦ l ÿ c  i - 6o°C ♦ ♦ 2©o°C, 
ttjnitjs« laltnt«]« $, lo %. 
nwlnaln« napięci« 6 T o 90 V,
saleros pojeanoáci 10 rf _ do 8o uF dl« OTO-l i  100 u F do loo© jtf - rF ^  dla ITQ-2, ' 7
rósalo*? í * 1 t M»5 * lo on dla 1104, 24 x 12 mb dla £T0-t,
tMR&mn kąta strat %2 i l «  KMM« o,3 dla ST0 •  2,
prawdopodobieństwo poprawnej pracy
przy « loo°C Ł noiaiaalny« napięciu prsez loo» godzin o,9ô»

ymartar.. toawftuL fflŁtftaa«Tiy..j>xratePłtttifcfiiQr nitoi rare
Produkcja transystoro kra«aowego epiplaaarnego odpowiednika 21914 
lab 2SJ2369 »stasia podjęta praez F*P# "fass* « roku 197« •
Traaiirtgr tanfro»r maii
Produkcja traaxystora krsosowog» odpowiednika £S8a2ft. zostania podjęta 
prsas F.P. *•*»««• praad rokia« 197o*
ftfrm fcnuwim »IglMtn« tritt wmttip«, 9«n it
htáifcejft diody b«t|0K| odpowiednikie« S|íi4 sostaai« podjęta przed 
1975 roki««, 

g» WilailT «liteat. jtateaateMi
Sostawieaie roswiąssywanej głównej t«s—itylrl •
1/ Opraoowaai» tedhnologii wytwarzania alkroukladów hybrydowych*

Opaans» josi iteMt«gU laboratoryjsa aikroukładów hybrydowych 
aa podłożach szklanych aa haaio I M r  i 
Prowadaw»» joat praca aaá pansy goto wasiwa liali 4» produkcji 
pilotowej alkroukladów hybrydowych o docelowej mocy produkcyjnej 
Aoo.ooo sst# rocani«. flakłariw adg. Aa produkcja pilotowa układów 
hybrydowych astasia «nehaiou « 19?o«*?l sí Frouadsi sit praoa 
nad tachaoleglasi zastępczyni lab uzupełniającymi rozpylani« 
katodowa reaktywne i w« os*, dla pasywacji i ttebalagii warstw 
tantalowych«
Instytucja wiodąca IfS*

2/ Opracowani« technologii cienkowarstwowych oporniki» i kondensatorów« 
Opracowuje alf w X9B technologię laboratoryjną warstw camotowyab 
dla «tkroukładów 1 oporników wydzielonych«
Przeprowadzono wstępna próby technologiczno«

1« Opraooaaaie technologii produkcji nowoczesnych diod i trassystorów



a obudowach”ceratab" 1 Ins obudów.
litte« rozwojowe "Sim* opmcowuje technolog^ planarnych diod
i tranzystorów kraeoowjrch* Przewidziany początek produkcji urucho
miania « 19€®-?o r#

Z* Opracowanie technologii wytwarzania carawloznych podłoży i obudów«
V K* prowadzi zif praco ned technologią laboratoryjną podłoży 
ceraaicznych 41« sikieiśiaAią « v SS prowadzi cif Procę mjąeą 
a« col« opanowania produkcji obodów mikroukładów i elementów 
ezynnyoh w ilościach sabe zpie c z aj ących potrzeby mikroolektrcniki 
hybrydowej« Przewidywany terała zakończenia prac zad technologią 
podło*« 136$ r* Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji 
obudów 1969 T*

3» Opracowani* technologii wytwarzani« podłoży szklanych* tipracowaja 
alt w ISC tcwhnologif wykonania folii szklanej w ilościach nahaapia» 
czających potrzeby aikroelaktronikl« fani» aatoéoaaala prac 1366 r«# 
produkcja 1969 S$

4* Opracowani« technologii wytwarzani« fotomasek« V U M  opraoowaao 
fotokoordynatograf As wytwarzania masek niezbędnych dla produkcji 
mikroukładów hybrydowyah«

5* Opracowanie konstrukcji i wykonanie aparatury próżniowej, kontrolno- 
pomiarowej i As technologii montażu*
V Hl flfvMoaow BVjhufcf typ» I« 5aa*
- P«I«S« opracowuje osprzęt da aapylarek«
•» XU wykonuje agr^Rt próżniowy As nanoszenia warstw oporowych 
« V ITH opracowano miernik grubości warstw i szybkości parowania oraz 
asaltar oporności*

** Aparatara A» ssattta prae widywana głównie z iaport*«
4« Opracowanie konstrukcji i aykaaanio pó laut oma ty caayeh mierników 

parametrów funkcjonalnych«
Wstępne praco prowadzi ITS, III»» IMb 

Składy scalone Bonolltacm o.
Prasa prowadzane « P«R*L* nają aaraaia character rozpoznawczy i 
przygotowawczy« Opracowana raaowy prograa prac naukowo-badawczych i 
dośsfiadczalno-konstrukcyónych«
Według założę* uruchomienie produkcji seryjnej układów monolitycznych 
« PRL pontaao nastąpić w r* 1972*



V kraju są opracowywane następujące typy paaiçci t 
PM* 1 •» parni§c «|««e7ÿui 2»9 ̂ usek
* t • * * 1,0 Amék
* J * * ekstra szybka ¿ 3OO nsek
* * m  * stałych 300 nsek

Przewiduje c i f ,  i e  wdrożenie do produkcji poszczególnych we* opra

cować nastąpi * 

pos. I m w  latach 1909/70

* * « V latach 1971/72 
«  3 «  «  # »*» 1975
* 4 - « latach 1973/72

Bloki sośnika informacji dis wszystkich czterech ts— tśw będą 
opracowano i produkowane w kraju*
Símente» nośnika infomaeji paalfct oper* 2,0 /sssk. jest tero- 
idalny, ferrytów;/ rdześ iitewo-nikłoyy o średnicy » « u  0,8 si* 
Zakłada sif opracowanie i produkeję tego rdzenia w kraju*
Elementes nośnika pamięci optrti ̂ usek Jest toroidalny,
ferrytowy rdzeń litowo-aiklowj o średnicy O, Sos*
Zakłada sif opraoewanie i produkcję togo rdssais « kraju*
Kleeentsm nośnika informacji pamięci ekstra szybkiej są prft? 
pokryta cienkimi elektrolitycznymi warstwami magnetycznymi•
Zakłada slf, is opracowanie 1 produkcja lak »filii e krajowa*
9e opracowania i prodakcji pamięci określonych « poz* 1*2 1 3 
potrzebne są następujące rodzaje aparatury:
/I/ - selektxje rdzeni
/2/ - urządzenie de kontroli płatśw l bloki w nośnika rdzenio

wego
/ y  « urządzenie de ksmtxolâ elementów bloku i salage małstlra 

scalecMgo
/ V  - urządsanie do kontroli systemów pamięciowych*

$• glaca* wielokoatsktoec
V P*R.L. ale prowadzi sif prac sad złącze* wielokontaktowym speł
niającym współczesne wyaagsnia*



Załącznik Sr 2

Wnioski Strony Polskiej

Z V zakresie współpracy nad systemem HI-ciej ¿generacji elek
tronicznych. maszyn cyfroraych*
X« Proponuje aię wspólne prowadzenie przez wszystkie cztery 

kraje prac związanych z wykonaniem maszyny "Pilota" ay- 
stemuXXX generacji«

2« Określenie podziału pracy na poszczególne kraje oraz sposób koordynacji tych prac powinno być rozpatrzone na
następnym posiedzeniu grupy spec jalistów tydi krajów*

5» Przed wymienionym posiedzeniem grupy specjalistów« poszcze
gólne kraje opracują i rozeźlą partnerom swoja propozycje 
odnośnie cząstkowych. zadań w zakresie techniki, organi
zacji«! oprogramowania maszyny - pilota XXI generacji.

4* Po wspólnym opracowaniu maszyny pilota poszczególne kraje 
uzgodnią pomiędzy sobą podział produkcji na okreńlone 
19 maszyn matematycznych z pośród cała j linii maaa&n sy
stemu III generacji«

V zakresie współpracy w dziedzinie pamięci zewnętrznych,urzą_
dzeń zewnętrznych 1 peryferyjnych <
1* Należy przyjąć założenie« że poziom techniczny pamięci zewu 

nę trany oh- oraz urządzeń zewnętrznych 1 peryferyjnych do ma
szyn cyf owych w krajach współpracujących powinien de ro
ku 1975 osiągnąć dbeeny naji^ńszy standart órciatowy urzą
dzeń seryjnie produkowanych«

2« Kalecy dokonać podziału zadań pomiędzy kraje współpracujące 
w zakresie prac badawczych 1 koosti^cyjno—technologicznych.
1 ewentualnie specjalizacji produkcji pamięci 1 urządzeń 
zewnętrznych* strony polska ze swej strony proponuje nastę^ 
pujący podział zadań t

*/.



2.1. V zakresie paraięei zewnętrących t

iyp urządzenia 

1

i Uzyskanie aktualnych para-Eiotrów światowych 1
i ------------5-------------1

^oponowany kroi do specjalizacji

3
1« Baciięć ta&aowa . szybkość przesyłania do i ! około 100000 zn/sek 1 * gę stość Kapisu około 800 | 1 za/cal«{ Prace rozwojowe nad pamięcią 

1 do 200000 zn/sak 1 1600 zn/sek, 1 produkcja taj pamięci po 1

— — JUtOMUK 2LJ!Z3t JŁ.gSSSff ŜłMBtMill,
SSL

(X. \ifc
2* Parniô  dyskowa

I a/ szybkoAć przesłania 
1 około 200000 n / n k  
1 pojemność około 30 0 raili o- *Tłfoey gmaTeAia }

czas dostaępa 100 bs f
: V  pamięć wymienna i szybkość f przesyłania około 200000 t 1 zn/sek1 pojjemność około 5 min* znaków ■ czas dostępu 100 ms

PRL we współprac s ITHD

5* Psaaigć lięb« nova 1 szybkość przesyłania około 1 mlii. i ¿o/sok** pojemność 5 nło* zn/sek. 1
m

4* Bsml^ć kaa>- tow/dla palę» 
ol paafcoraah pojemności 
są o połooę aulQ$BMf

1 szybkość przesyłania 60000 
1 aa/sok! pojemność 1000 aln* znaków 1 1 czas dostępu 500 ms* |
1
1

m



2*2* V sakreaie urẑ dseá zevaaetvznych i peryferyjn̂ oü *

íyp urzqdzenia

1« Cjqrtnik taáay papieraa»3
“¿7 TSzytSSJ? Eartf’perforosanyoh

f«.

3* Czy tnik doku- montów
y»ns¥er«raSD~*eXê  "* "* 

ktrycsmie aa-
* ¿i SF2PBL JQ&Mftft___
5« Display 1 lltght 
, — _££■&•. —  — . —  —  —  -

yskanie aktualuych parase»- ¡ ow á̂ iaiowycii 
----------------------------------------

IIszybkoáó cssyfcania aax* 2000 rz/sek
casia« 9  I 123KS

_____  „ — ---
w ^ p m m ^ g m m  rafartumilf J S * , ^

«mfamla Z/VI ̂ ^7*4« GSBS 'oŝ ylácoóó csytania 3(00 dok/nln* odcjQrt optycan^ IfiOO dok/min* _o¿C£pr£ _ ____
¿Icaxwritex*

— ---*---».,----- ----- 4 -
2ÍRD

i m  2250 I 'l

1 FKL 1
6% Perfarator taá- sy paplerowej esybkoái peatforowania 150rẑ dków /solí

TI
’T1

7* Perforador kart Bgybkoéé perfarasanla 500
. _ _______ : _. HHD

8. Brokazka wier- szcwa
szybkoáé drukoíaania 3000 llrii/adzu £HL

9* urî dzexiia uransmisji danych
a/ az?tdE0dó praes^lania 50-200 bodó», atopa 'bi^dów 10-9 N19D
V  sztfbkoáé ppaoa^Ianla 600-12400 bodów» scopa blfdóv * CSBS 

20-9
*0. Klawiaturo¿?a dzluxkagka kart s opisywacseci

1 PRLI /licencia/

U *  Klawiaturowa sprawdsarka taámy papiaro- 
„ - _ » i __________
12# illawiaturowa dsiuxkarko- fjpgwrtiiiti taásay papioro-
1 I S i p s a a  "dio piay-j gotooaaia dotam an- táa plerKofeQjch na
14» ¿acatar

J

t
t

nX
i
ti
y

PRL
/licencj a/

HSD
CSRS

T ----I| CSKS
r "”üg ■̂ â yoir'fIx̂ njATcTSlP'
« ..........-

I—■ —s
I

'(3&r£T
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HI* V aakresle współpracy w dziedzinie podzd|>ołów, układów ml** 
kroelektrcolczna pamięci o natychmiastowym dostępie 1 wy
branych urządzeń dla masażu cyfrowych Hl-cie j &eaieraeji*

Wcibec konieczności ujednolicenia elementów, bloków 1 modu
łów« a których powinny byó »budowane maszyny HI-ciej genera
cji osraz konieczności p M d m a  odpowiednich zadań poszcze
gólnym branżom, elektroniki, elektrotechniki 1 mechaniki pre
cyzyjnej wysuwa się nast̂ pująoe wnioski zawierające wybrane 
psrobleray oraz tsgfo ich rozwiązania •
1« Kalecy określić wymagaala uochnioane na t

— podzespoły dyskretne /opoioiki, kondensatory,elenenty 
półprzewodnikowe/

— wybrane elementy elektromechaniczne/złącza v;iel okont ak
towe/

— układy mikroelektroaiczne /hybrydowe,monolityczne/*

Wymagania te powirny zawierać typoszeregi i zasadnicze 
ich parametry.

2« Przewidując stopniowe wprowadzenie nowych rozwiązań tech 
nicznych w konstruircji maszyn LiatoaatycsDy ch należy wstępni 
określić poszczególne etapy rozwojowe a podaniem terminu 
wdrożenia tych rozwiązań /n.p* wprowadzeni e układów hybry
dowych, monolitycznych/«

5« Wykonanie zadań, wymienionych w p*p* 11 2  należy powierzyd 
grupie roboczej złożonej se specjalistów zainteresowanych 
krajów, która w okresie półrocznym oprócz zadań objętych 
p*p* X i E ustali zaksaa współpracy zainteresowanych kra
jów oraz ich ewentualną specjalizację produkcji dla okreś
lonych podzespołów, układów oraz urządzeń technologicznych 
1 pomiarowych do leh produkcji*

4« W ramach prac grupy roboczej wymiaro* j w p*3 należy rów
nież uwzględnić zadania związane a opracowaniem technologii 
1 urządzeń potrzebmych do produkc ji układów wielowarstwo
wych /platery/, stosowanych w konstrukcji szybkich maszyn 
Ii I-c ie j ¿¿oneracji.

młk
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Z A T W I E R D Z A M

I n s t r u k c j a
dla delegacji polskiej biorącej udział w konferencji 
specjalistów 3-ch krajów: NR2>, CSRS, PRL zorganizowa
nej w Polsce dla określenia współpracy tych krajów 
przy opracowaniu perspektywicznego programu rozwoju 
maszyn matematycznych*III-ciej generacji*

1« Konferencja odbędzie się w warszawie w dniach 
od •••••••••••••••••••• do •••••••«••••••*•••

2« Skład delegacji:
Przewodniczą c.y:
Mgr inż. Tadeusz Podgórski - Dyrektor Naczelny Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury 
Pomiarowej "MERA"•
Członkowie:
1« mgr inż* J* Knysz 
2« mgr inż. H« Chyrek

3* Doc. dr R* Marczyński 
4« mgr inż* J* Gradowski 

5« mgr inż. V* Piwoński

6» mgr inżo T* Żemła

7* mgr Z* Itaytruk
8* mgr inż* M* Wajcen 
9« mgr inż* E* Bilski

- Komitet Nauki i Techniki
- Biuro Pełnomocnika Rządu 
d/s Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej

- Centrum Obliczeniowe 
Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Maszyn Matema
tycznych

• Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Tele
technicznego

- Zakłady Mechaniki Precy
zyjnej "Błonie*

- Ministerstwo Przemysłu 
Ciężkiego

- PIAP
- WZE "ELWRO"
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3* Przedmiotem konferencji bidzie:
3*1• Wymiana poglądów na temet przyszłośćIowyeh syste

mów maszyn Ill-ciej generacji z uwzględnieniem mo
żliwo ¿ci unifikacji tych maszyn*

3.2. Kierunki rozwoju urządzeń zewnętrznych dla maszyn 
XII-ciej generacji wraz z wstępnym przedyskutowa
niem wymagań na te urządzenia•

3*3« Omówienie podstawowych elementów, z których mają 
być zbudowane maszyny Ill-ciej generacji / np. 
mikroukłady scalone, cienkowarstwowe hybrydowe, 
elementy pamięciowa i inne /•

4» Celem konferencji jest:

4*1* Przedyskutowanie zakreau współpracy pomiędzy 
3-ma krajami przy opracowaniu systemu maszyn 
111-ciaj generacji i wysunięcie wniosków do
tyczących tego zakresu*

4*2. Przedyskutowanie zakresu współpracy przy opraco- 
_ waniu konstrukcji i opanowaniu produkcji urządzerf 
zewnętrznych i wysunięcie wnisoków w tym zakresie*

4*3* Przedyskutowania zakreau współpracy przy opanowa
niu technologii wytwarzania elementów i technolo
gii ich montażu w maszynach Ill-ciaj generacji oraz 
w opracowaniu i wykonaniu urządzeń technologicznych 
i odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej jak 
też wysunięcie odpowiednich wniosków*

Wnioski w powyższym zakresie mogą mieć na obecnym eta
pie tylko charakter organizacyjno-techniczny*

5* Delegacja jest upoważniona do złożenia informacji o 
stanie prac krajowych i przyjętych kierunkach rozwo
jowych w zakresie tematyki objętej przedmiotem konfe—
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rencji / wg, p.3. / w przypadku, gdy strony biorące 
udział w konferencji uczynią to samo* Zakres infor
macji, który boże przedstawić delegacja w toku kon
ferencji podany jest w załączniku NT 1 do instrukcji.

6* Po potwierdzeniu w toku dyskusji stopnia zaintereso
wania i zakresu współpracy krajów biorących udział w 
konferencji w wyżej przedstawionej tematyce delegacja 
upoważniona jest do przedstawienia wniosków w tej spra
wie zgodnie z tekstem objętym załącznikiem Nr 2.

7. Konferencja z udziałem 3-ch krajów ma mieć charakter 
wstępny.
Materiały i postanowienia z niniejszej konferencji zo
staną przedstawione jako informacja Związkowi Radzieckie
mu z propozycją włączenia siy do dalszych prac.

Warszawa, dnia



Załącznik Nr 2

Wnioski strony polskiej

I. V zakresie współpracy nad systemem 321-ciej generacji 
elektronicznych maszyn cyfrowych*
1• Proponuje się wspólne prowadzenie przez kraje współ

pracujące prac związanych z wykonaniem maszyny ''Pilo
ta11 systemu III generacji*

2* Określenie podziału pracy na poszczególne kraje oraz 
sposób koordynacji tych prac powinno być rozpatrzone 
na następnym posiedzeniu grupy specjalistów tych 
krajów*

3* Przed wymienionym posiedzeniem grupy specjalistów, 
poszczególne kraje opracują i roześlą partnerom swoje 
propozycje odnośnie ezęstkowych zadań w zakresie tech
niki, organizacji i oprogramowania maszyny - pilota 
III generacji*

II* V zakresie współpracy w dziedzinie pamięci zewnętrznyeh 
urządzeń zewnętrznych i peryferyjnych*
1* Należy przyjąć założenie, że poziom techniczny p¿¿mię

ci zewnętrznych oraz urządzeń zewnętrznych i peryfe
ryjnych do maszyn cyfrowych w krajach współpracują
cych powinien do roku 1975 osiągnąć obecny najwyższy 
standart światowy urządzeń seryjnie produkowanych*

2* Należy dokonać podziału zadań pomiędzy kraje współ
pracujące w zakresie prae badawczych i konstrukcyjno- 
technologicznych i ewentualnie specjalizacji produkcji 
pamięci i urządzeń zewnętrznyeh*

Strona polska ze swej strony zaproponuj/e podział zadań 
w tym zakresie zgodnie z punktami 2*1 i 2*2 niniejszych 
wniosków*



IT UlWBil S tych propozycji podase procentowy 
udział cenowy tych urządzeń w odniesienia do eony 
tfretalego zestawu , przy czym Jako średni secta» 
przyjęte:

Jednostka centralna 1 sst
panlçé taśmowa 6 sit
panloć dyskowa 2 est
pamięć bębnowa 2 est
czytulk taśmy 2 sat
drukarka wierszowa last
esytnik dokumentów 1 eat
sterowana elektrycznie aassyna 1 sst
pisząca
BŁplay i llgbtpen l est
perforator kart 1 cat
klawiaturowa dziurkarka kart 40 eat
klawiaturowa sprawdzarka kart 30 sat
klawiaturowa dziurkarka taśmy 1 eat
klawiaturowa spratrdzarlia taśmy i eat
plotter 1 eat

üwagaî Dla Jednostki centralneJ/05 tys.słów , 24m  bity, 
19 8 ßisek/ przyjęto cenę 430 tye.tf
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III* V zakresie współpracy w dziad sini« podzespołów, układów 
mikroelektroniczae pamięci o natychmiastowym dostępie
i wybranych urządzeń dla massęy n cyfrowy eh III-ciej 
generacji*

Wobec konieczności ujednolicenia elementów, bloków i mo
dułów, z których powinny być zbudowane maszyny III-ciej 
generacji oraz konieczności postawienia odpowiednich zadali 
poszczególny <3t branżom elektroniki? elektroniki i mecha
niki precyzyjnej wysuwa się następujące wnioski zawierają
ce wybrane problemy oraz tryb ieh rozwiązaniat

1 • liależy okrećlić wymagania techniczne na s
- podzespoły dyskretne / oporniki, kondensatory, ele
menty półprzewodnikowe /

- wybrane elementy elektromechaniczne / złącza wielo- 
kontaktowe /

- układy mikroelektroniczne / hybrydowe, monolityczne/*
Wymagania te powinny zawierać typoszeregi i zasadnicze 
ich parametry*

2» Przewidując stopniowe wprowadzenie nowych rozwiązań 
technicznych w konstrukcji maszyn matematycznych należy 
wstępnie określić poszczególne etapy rozwojowe z poda
niem terminu wdrożenia tych rozwiązań /np* wprowadzanie 
układów hybrydowych, monolitycznych /•

3* -ykonanie zadsń wymienionych w p.p. 1 i 2  należy po
wierzyć grupie roboczej złożonej ze specjalistów zain
teresowanych krajów, która w okresie półrocznym oprócz 
zadań objętych p.p. 1 i 2 ustali zakres współpracy 
zainteresowanych krajów oraz ich ewentualną specjali
zację produkcji dla określonych podzespołów, układów 
oraz urządzeń technologicznych i pomiarowych do ich 
produkcji*

4* W ramach prac grupy roboczej wymieKnej w p*3 należy 
również uwzględnić zadania związane z opracowaniem 
technologii i urządzeń potrzebnych do produkcji układów 
wielowarstwowych / platery /, stosowanych w konstrukcji 
szybkich maszyn UZ-ciaj generacji.



5* H&le&y określić typoszeregi elementów pamięci z natych
miastowym dostępem oraz wymagania techniczne związane 
z tymi typoszeregami.
Równocześnie należy określić etapy opracowania poszcze
gólnych typów pamięci w ramach ustalonych typoszeregów*

6. Prace wymienione w p* 5 należy powierzyć oddzielnej 
grupie roboczej złożonej ze specjalistów zainteresowa
nych krajów, która w terminie półrocznym oprócz zadali 
wymienionych * p. 5 określi zakres współpracy zaintere
sowanych krajów oraz ewentualną ich specjalizację pro
dukcji w wybranych elementach i blokach pamięci oraz 
potrzebnych do ich produkcji urządzeniach technologicz
nych i pomiarowych.

7« W raaiach^uHifikacy jnych należy również ujednolicić 
agregaty / silnik-prądnica /, zasilające maszyny mate
matyczne oraz urządzenia klimaty zacy jne•
Wybór typoszeregów tych agregatów i urządzać oraz ueta
lonie ich zasadniczych parametrów powinna dokonać oddziel
na grupa robocza epecjalistów zainteresowanych krajów* 
Grupa ta w terminie półrocznym okręćli również zakres 
współpracy poszczególnych krajów oraz przedstawi wnioski 
dotycząco specjalizacji produkcji poszczególnych agrega
tów zasilających i urządzert klimatyzacyjnych*


